全双工时隙语音无线通话机(软件系统开发外包） 

全双工时隙语音通话机，是指2个（16K音频）或8个（8K音频）设备支持同时讲话，再增加其它设备都可以接收听到，硬件我方设计，我方提供贴片好的PCB板实物和外壳及所需要配件（如图），PCB设计为6层板，射频电路已做50欧姆匹配，主要硬件IC：STM32 F407的MCU，瑞昱ALC5640音频芯片，笙科A7139射频芯片，射频PA士康SCT3604功放，射频切换开关RFSW8000TR7，我方提供芯片PDF规格书，3.7V锂电池供电，使用软件keil v5.20、HAL库函数开发。发射功率要求32DB+（现在能达到32DB+），中心频率490Mhz，最终提供我方所有可编辑源文件，因为我方还要再加其它附加功能。我方可提供同类功能样机供参考指标。
一、我方现画PCB板（之前打过样，射频、音频已验证过），我方可提供原理图供审核，再决定PCB打样，以便更顺利调试，也避免后续争议硬件故障问题。

二、会使用Altium Designer软件会画6层PCB板的优先，方便检查我方电路并直接修改。

三、主板上有电位器电源开关含音量调节，两路耳麦接口，RF座接口，发射扭子开关，三个指示灯，（扩展板有16档编码器旋钮），miniUSB充电口兼上位机调试话筒收声时的背景声抑制和降噪级别。

3.1电位器是控制电源总开关，开机后播放开机音效（我方提供），旋转电位器为调节音量，音量调节要线性，不要有明显的卡顿。

3.2耳麦接口分为：五芯卡农线控麦接口和3.5mm三星安卓手机耳机接口。

3.3五芯卡农接口的1.2脚是接200欧姆低灵敏度话筒，3.4脚是接耳机喇叭，5脚是PTT发射线控。

3.4耳麦3.5mm接口是接安卓手机配带的耳机，在此用三星手机配带的耳机设计，要求检测到插入的3.5mm耳麦后切换3.5mm接口电容麦或和动圈麦同时能工作为最佳，3.5mm耳机喇叭和五芯卡农的3.4脚喇叭线并联即可。

3.5佩戴我方提供的200欧姆低灵敏度话筒讲话收声音量正常，远离麦克20CM以外普通声音不能收进来。
3.6主板侧面设计了扭子发射自锁开关，往上（天线接口方向）拨动为打开语音发射，往下拨动为关闭发射。

此开关和五芯卡农接口的5脚线控功能一样，往上拨动相当于一直按压着五芯卡农线控上的PTT按键。

3.7天线我方提供490Mhz小天线，不允许更换其它延长线型天线。

3.8设备带有三个指示灯，一是发射指示绿灯，二是电源指示红灯，三是接收指示黄灯。

3.9发射指示灯是指打开发射后（即使不讲话），大约1秒闪烁一次，讲话时连续闪烁。

3.10电源指示灯是开机后就亮，在不发射时并接收不到射频信号5秒后进入待机省电模式，本灯1秒闪烁两次；接收到信号时切换为常亮状态。

3.11接收指示灯是指接收到对方的信号后闪烁，和对方发射方时的灯同步。

3.12编码器是指可以调频率的拨盘，以490Mhz中心频率开发（或433Mhz中心频率），后续我方增加其它频率。

3.13 设计程序时注意Mini USB口预留上位机软件可调节麦克风灵敏度功能。

四.要求时隙2-8个以上全双工通话，例如16K音质2路全双工时，第3个讲话时第3个设备会有提示音，提示自己不能发射。

4.1打开发射后讲话，对方听到的不能丢字，要连续，尤其是打开后就马上讲话，或者说按压PTT按键后讲话，对方听到的不能有丢字现象，接收方不能有刺耳尖叫声。

4.2需要开机提示音，旋转电位器开机后就播放提示音。

五、推荐音频压缩编码16K，Speex等带有降噪、背景声抑制功能的编码器。

六、编码器要有降噪算法，推荐浮点降噪，把环境音过滤掉为最佳，远处的声音不能进收进来，正常使用时声音要洪亮，射频发射时不能干扰音频，音质要达到样机效果,双工模式下不能有明显的回音。

6.1需要开启ALC5640规格书中降噪滤波器、噪音抑制功能。

6.2软件编码器中也需要开启降噪、背景声抑制功能。
七、耳机听到的音频底噪要小，在不说话的时候静噪达到样机效果。

八、为了尽方便验证效果，无条件的及时向我方提供hex文件，供我方验证。
九、射频频谱不能有杂散、毛刺，达到国家无线认证标准。

9.1射频A7139空率建议50-100K。
9.2射频需要开启A7139的CRC功能，就是数据CRC校验成功才会接收数据，原技术说参考参考datasheet第47、48页。

9.3特别注意：PA原厂技术告诉我方，PA在发射的时候打开，接收的时候必须关闭。否则在接收的时候，PA引起的噪声会恶化系统灵敏度，减小通话距离。

十、如需要硬件改动，提请出改动方案供我方验证，验证后我方负责改版。
十一、验收标准：和现有类似相同硬件产品样机对比测试空旷距离、复杂现场使用距离、穿墙性能、通话音质、音量和稳定性、延时、谐波杂散对比验收做为标准，双方及实际使用人根据验收标准进行验收。

十二、必须向我方提供所有程序源文件，并提供后续技术支持衔接，因为我方自己还要再增加其它功能。

十三、双方要有本次合作内容保密以务，产生外界纠纷由泄密者承担所有责任。

十四、若中标者研发失败，我方根据研发进度酌情付费，其它费用需要退还我方，并提供所开发的半成品所有资料。
